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第20届国际平坦化技术大会/CMP技术大会(ICPT 2025) 

会议通知

第20届国际平坦化技术大会/CMP技术大会 CICPT 2025) 将于2025年 IO月 29 日至 11 月 l

日在中国香港的香港科学园隆重召开。 作为全球专注于平坦化技术科学交流的顶级会议，

ICPT汇聚了来自全球六大半导体技术区域的CMP用户组织， 致力于打造一个开放、 包容、

创新的国际交流平台， 为业界同仁提供宝贵的合作与分享机会。 本次大会将围绕多个前沿

主题展开深入探讨，包括前道 (FEOL) 和后道 (BEOL) CMP技术、耗材与设备、新兴CMP

技术等。 我们荣幸地邀请到多位顶尖演讲嘉宾， 他们将分享精彩的学术报告与独到见解。

此外， 大会还将设置多场口头报告和丰富的海报展示环节， 全面呈现CMP技术领域的最新

研究成果与发展趋势。

我们诚挚邀请国内外高校、 科研院所、 企业等与平坦化技术相关的专家、 学者和技术

人员踊跃参会， 共同分享学术经验、 探讨前沿科技、 激发创新思路， 助力平坦化技术的研

究与应用水平提升， 推动相关产业蓬勃发展。 在中西萎萃、 动感之都的香港， 我们期待与

全球平坦化技术领域的学术界和产业界同仁相聚， 共襄盛举！
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